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Abstract (en)
The cleaning device is fitted to a packet-making machine with at least one glue application jet (1). There is also a suction device (7, 8, 17), by
means of which excess cleaning fluid (16) is sucked away after the glue application jet has been charged with it. The liquid glue (13, 14) and the
dissolved impurities are sucked away from a region (20) in the vicinity of the jet.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Reinigungseinrichtung flr eine Leimauftragdiise (1), die zum Auftrag von Leim (32) auf Materialien (33) der
tabakverarbeitenden Industrie bzw. auf Verpackungsmaterialien vorgesehen ist, wobei eine Vorrichtung (2, 18) zum Beaufschlagen wenigstens einer
Leimauftragdlse (1) mit einer Flussigkeit (3, 14) vorgesehen ist, die wenigstens eine Flissigkeitsaustrittséffnung (2) umfaft. Die Erfindung betrifft
ferner ein Verfahren zum Reinigen einer Leimauftragdlse (1) einer Maschine der tabakverarbeitenden Industrie bzw. einer Verpackungsmaschine,
wobei die Leimauftragdise (1) mit einem FlUssigkeitsstrahl (14) beaufschlagt wird, mittels dem Verunreinigungen von der Leimauftragdiise
(1) abgeldst werden. Die erfindungsgeméafie Reinigungseinrichtung zeichnet sich dadurch aus, daf3 die eine Saugvorrichtung (7, 8, 17, 24,
30) vorgesehen ist, mittels der die Flissigkeit (16) nach dem Beaufschlage der Leimauftragdiise (1) abgesaugt wird. Das erfindungsgemane
Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daf3 die Flussigkeit (3, 14) und die abgelésten Verunreinigungen aus einem Bereich (20) in der N&he der
Leimauftragdise (1) abgesaugt werden. <IMAGE>
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